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Samtec erwei​tert sein High Speeds-Backplane-Steck​ver​binder​system ExaMAX® um neue DMO- (Direct Mate Orthogonal) Optionen
Orthogonale Archi​tek​tur bietet bessere Signal​integrität und thermische Effi​zienz
New Albany, IN: Samtec, ein nicht-börsennotierter, global agierender Herstel​ler von elek​tro​nischen Verbin​dungs​lösungen aller Art mit einem Jahresumsatz von $662 Mio, hat sein High Speed-Backplane-Steck​ver​binder​system ExaMAX® um neue DMO-Optionen erwei​tert.  System​ent​wick​ler können jetzt die inhärenten Vorzüge von DMO- (Direct Mate Orthogonal) Archi​tek​turen gegen​über herkömm​lichen Backplane-Systemen nutzen.
Samtecs neue ExaMAX®-DMO-Lösungen ermög​lichen es System​ent​wick​lern, die Mid-Plane wegzulassen und Router- und Line-Karten direkt zu stecken.  Diese sich schnell verbreitende System​archi​tek​tur ermög​licht einen effi​zienteren Luftstrom und verbes​sert die thermische Effi​zienz inner​halb des Chassis. DMO-Lösungen verbes​sern die Signal​integrität durch kürzere Leitungslängen und weniger Kon​takt​übergänge; sie sparen außer​dem Bau​teile ein und verringern die System​kosten. 
Samtecs ExaMAX®-DMO-System besteht aus der neuen EBDM-RA-Serie, die direkt auf die bereits existierende EBTF-RA-Serie passt.  Der​zeit sind Aus​füh​rungen mit 
6 Paaren x 10 Spalten und mit 6 Paaren x 12 Spalten verfüg​bar.  Weiter​hin sind Führungspin- und Schraubbefestigungs​optionen verfüg​bar.  In der Ent​wick​lung befinden sich Aus​füh​rungen mit 6 Paaren x 6 Spalten und 6 Paaren x 8 Spalten.
"Ent​wick​ler von Systemen der nächs​ten Gene​ra​tion gehen schnell zu DMO-Archi​tek​turen über", sagte Jonathan Sprigler, Backplane Product Manager bei Samtec, Inc. "Führende Anbieter von Ausrüstung für Datenzentren – Speichersysteme, Server, Netz​werke usw. – nutzen die Vorzüge von DMO, indem sie Samtecs neue EBDM-RA-Serie einsetzen."
Samtecs EBDM-RA-Serie ist nur eine von vielen Lösungen aus dem High Speed-Backplane-Steck​ver​binder​system ExaMAX®.  Die ExaMAX®-Produkt​linie wurde für Über​tragungs​raten bis 56 Gbps (PAM-4- Modulation) opti​miert.  Die Steck​ver​binder orientieren sich an den 92-Ω-Spezi​fi​ka​tionen und wurden für mini​male Reflexionen an allen Geo​me​trie​übergängen inner​halb des Steck​ver​binders opti​miert; sie erzie​len dadurch sowohl in 85-Ω- als auch 100-Ω-Systemen die geforderte Rück​fluss​dämpfung. 
Die ExaMAX®-Serie erfor​dert unter allen vergleich​baren Produkten am Markt die geringste Steckkraft, bietet eine hervor​ragende Normalkraft und erfüllt die Telcordia-GR-1217-CORE-Spezi​fi​ka​tionen. Die Steck​ver​binder haben jeder​zeit 
– auch bei abgewinkelter Paarung – zwei zuver​lässige Kon​takt​punkte und weisen sehr geringe Kon​takt​überstände auf; das verbes​sert die Signal​integrität. Der Kon​taktweg von 2,4 mm erhöht die Zuver​läs​sig​keit, und die zwitterartige Steck​schnitt​stelle gewähr​leistet eine kon​takt​überstandsfreie Paarung und zuver​lässige Ausrichtung.
Das Backplane-System arbeitet mit einzelnen Signal-Wafern mit differenziellen, gestaffelten Kon​takt​paaren, die ohne Versatz in Spalten angeordnet sind. Jeder Wafer enthält eine einteilige, erhabene Massestruktur, die die Iso​lation verbes​sert und das Über​sprechen signi​fi​kant redu​ziert.  
Für weitere Infor​ma​ti​onen schauen Sie sich bitte das Webinar "High-Speed Backplane Connectors Drive 56 Gbps and Beyond" an, besu​chen Sie die Startseite ExaMAX® High-Speed Backplane Connector System oder laden Sie die Broschüre High-Speed Board-to-Board Application Design Guide herunter.  Tech​nische Unter​stützung erhalten Sie jeder​zeit durch Samtecs Experten für Backplane-Anwen​dungen unter HSBP@samtec.com. 
Über Samtec, Inc.  
Samtec, ein 1976 gegründetes Privatunter​nehmen, ist ein global agierender Herstel​ler von elek​tro​nischen Verbin​dungs​lösungen aller Art mit einem Jahresumsatz von $662 Mio. Das Produkt​portfolio umfasst u. a. IC-zu-Board-Sockel und IC-Gehäuse, High Speed-Board-zu-Board-Steck​ver​binder, High Speeds​kabel, Mid-Boards und optische Front​platten​steck​ver​binder, flexibles Stacking und Mikro-/beson​ders robuste Kom​po​nenten und Kabel. Samtecs Techno​logiezentren widmen sich der Ent​wick​lung und Weiter​entwick​lung von Techno​logien, Stra​te​gien und Produkten, die sowohl die Leistungs​fähig​keit als auch die Kosten eines Systems opti​mie​ren, vom nackten Chip bis zur 100 m entfernten Schnitt​stelle und allen dazwischen liegenden Verbin​dungspunkten. Mit 33 Nieder​lassungen in 18 Ländern ist Samtec welt​weit präsent und kann dadurch einen einzig​artigen Kunden​dienst bieten. Weitere Informa​ti​onen finden Sie unter visit http://www.samtec.com. 
ExaMAX® ist eine eingetragene Marke der Amphenol Corporation.
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